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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成25年4月11日(2013.4.11)

【公表番号】特表2012-518901(P2012-518901A)
【公表日】平成24年8月16日(2012.8.16)
【年通号数】公開・登録公報2012-032
【出願番号】特願2011-550594(P2011-550594)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/027    (2006.01)
   Ｇ０３Ｆ   7/20     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/683    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/30    ５４１Ｌ
   Ｈ０１Ｌ  21/30    ５０３Ｃ
   Ｇ０３Ｆ   7/20    ５２１　
   Ｈ０１Ｌ  21/68    　　　Ｎ

【手続補正書】
【提出日】平成25年2月21日(2013.2.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　毛細管液体層によって基板支持構造体の表面上に基板をクランプするように構成されて
いる準備ユニット（１１２）と、前記基板支持構造体にクランプされた前記基板にリソグ
ラフィ処理をおこなうためのリソグラフィ装置を備えている荷電粒子リソグラフィシステ
ムであり、前記準備ユニットは、
　ハウジングの中にまたはそこから基板（２２，８２，１２２）を搬入および／または搬
出するための第１の搬入ポート（１３１）を有するハウジング（１３６）と、
　基板がクランプされた基板支持構造体の準備を可能とするように前記ハウジング内の基
板支持構造体（２３，８３，１２３）上に前記基板を設置するための基板移動ユニット（
１２７）と、
　前記基板がクランプされた前記基板支持構造体を前記ハウジングの中または外に搬入お
よび／または搬出するための第２の搬入ポート（１３２）を備えており、
　前記リソグラフィ装置は基板処理コンパートメントを備えており、前記リソグラフィ装
置の前記基板処理コンパートメントは、前記基板がクランプされた前記基板支持構造体を
第２の搬入ポートを介して受け取るように用意されている、荷電粒子リソグラフィシステ
ム。
【請求項２】
　前記リソグラフィ装置と前記準備ユニットの前記ハウジングの間に設けられたロードロ
ックチャンバーをさらに備えており、前記ロードロックチャンバーは、前記基板がクラン
プされた前記基板支持体を前記第２の搬入ポートを介して受け取るとともに、その内部の
圧力を、前記基板がクランプされた前記基板支持体の前記リソグラフィ装置への移動に適
した圧力に引くように用意された真空チャンバーと、前記基板がクランプされた前記基板
支持体を前記リソグラフィ装置に移動させるためのさらなる搬入ポートを備えている、請
求項１または２のシステム。
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【請求項３】
　前記準備ユニットは、前記基板処理コンパートメントからの前記基板支持構造体の除去
と、前記基板がクランプされた前記基板支持構造体を前記第２の搬入ポートを介して搬入
した後に、リソグラフィ処理の結果として前記基板支持構造体に蓄積されたエネルギー（
１４８）を除去するためのエネルギー放出システムをさらに備えている、請求項１のシス
テム。
【請求項４】
　前記準備ユニットには、前記エネルギー放出システムのためのエネルギー輸送媒体（１
３５）の放出および供給のための接続部が設けられている、請求項３のシステム。
【請求項５】
　前記エネルギー放出システムは、電気駆動熱電冷却素子を備えている、請求項３のシス
テム。
【請求項６】
　前記エネルギー輸送媒体は液体であり、前記基板支持構造体の表面上に前記基板をクラ
ンプするための毛細管液体層に少なくとも部分的に使用される、請求項４のシステム。
【請求項７】
　前記準備ユニットは、前記毛細管液体層を形成するために前記基板支持構造体の表面上
に液体を供給するための液体ディスペンサーをさらに備えている、請求項６のシステム。
【請求項８】
　前記基板移動ユニットは、前記基板支持構造体上に基板を降ろすための支持ピン（１２
７）を備えている、先行請求項のいずれか一つのシステム。
【請求項９】
　前記準備ユニットは、前記基板支持構造体の表面に気体を供給するおよび／またはそこ
から気体を除去するための、前記基板支持構造体に接続可能な一つ以上の気体コネクター
（１２６ａ，１２６ｂ）をさらに備えている、先行請求項のいずれか一つのシステム。
【請求項１０】
　前記準備ユニットは、前記基板支持構造体の表面から液体を供給するおよび／またはそ
こから液体を除去するための、前記基板支持構造体に接続可能な一つ以上の液体コネクタ
ー（１２６ａ，１２６ｂ）をさらに備えている、先行請求項のいずれか一つのシステム。
【請求項１１】
　リソグラフィ処理のための基板（２２，８２，１２２）を準備するための方法であり、
　制御された圧力環境をハウジング（１３６）の中に提供することと、
　前記ハウジングの中に前記基板を搬入することと、
　前記ハウジングの中に基板支持構造体（２３，８３，１２３）を供給することと、
　基板がクランプされた基板支持構造体を形成するように前記基板支持構造体の表面上に
前記基板を毛細管層によってクランプすることと、
　前記基板がクランプされた前記基板支持構造体を前記ハウジングから搬出することを備
えている、方法。
【請求項１２】
　前記毛細管層を形成するために前記基板支持構造体の表面上に液体を供給することと、
前記供給された液体上に前記基板を降ろすことをさらに備えている、請求項１１の方法。
【請求項１３】
　前記基板支持構造体に一つ以上の液体コネクター（１２６ａ，１２６ｂ）を接続するこ
とと、前記基板支持構造体の表面に液体を供給するおよび／またはそこから液体を除去す
ることをさらに備えている、請求項１１または１２の方法。
【請求項１４】
　前記ハウジング内の圧力を、前記毛細管層の中の液体の蒸気圧と実質的に等しい圧力に
下げることをさらに備えている、請求項１１～１３のいずれか一つの方法。
【請求項１５】
　アンクランプされた基板を第１のポートを介して前記ハウジングの中に搬入することと
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、前記基板支持構造体にクランプされた前記基板を第２のポートを介して前記ハウジング
の外へ搬出することをさらに備えている、請求項１１～１４のいずれか一つの方法。
【請求項１６】
　前記基板を基板支持構造体にクランプする前に、前回のリソグラフィ処理の結果として
前記基板支持構造体に蓄積されたエネルギー（１４８）を積極的に除去することによって
前記基板支持構造体のコンディションを整えることをさらに備えている、請求項１１～１
４のいずれか一つの方法。
【請求項１７】
　前記基板支持構造体のコンディションを整えることは、蓄積エネルギーの除去のための
エネルギー輸送媒体（１３５）に前記基板支持構造体をさらすことを備えている、請求項
１６の方法。
【請求項１８】
　前記基板支持構造体のコンディションを整えることは、前記基板支持構造体を電気駆動
熱電冷却素子（１４０）に熱的に接触させて置くことを備えている、請求項１６の方法。
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